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１．概要（Summary） 

JST 先端計測プログラムの「磁気 MEMS を利用した微

小振動計測システムの開発」（PJ ﾘｰﾀﾞｰ；東北大学 電

気通信研究所 石山教授）の一環で、弊社は MEMS 加

工を分担している。今回はその中の、立体コイル形成

加工について報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面アライナ露光装置一式（両面アライナ、スピンコー

タ、オーブン、現像機、乾燥機）、イオンﾐﾘﾝｸﾞ装置（エ

ヌ・エス／伯東 20IBE-C） 

【実験方法】 

振動センサの検出原理は、振動によりカンチレバー上

の磁歪薄膜に応力が加わり、磁歪薄膜内の磁束密度が

変化し、周回しているピックアップコイルに発生する電圧

により検知する。今回の実験は、ピックアップ用立体コイ

ル形成を行うものである。プロセスフローとしては、①下層

配線用Ｓｉトレンチ形成（ＤＲＩＥ）、②熱酸化、③メッキ用シ

ードメタル成膜、④下層配線用Ｃｕメッキ成膜、⑤ＣＭＰに

よる平坦化、⑥絶縁膜成膜、⑦磁歪薄膜形成、⑧磁歪薄

膜ﾊﾟﾀｰﾆﾝｸﾞ、⑨カバー膜成膜、⑩コンタクト窓形成、⑪シ

ードメタル成膜、⑫上層配線メッキ用ﾊﾟﾀｰﾆﾝｸ、⑬上層配

線用Ｃｕメッキ、⑭レジスト除去、⑮シードメタル除去ﾞ 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

下層配線形成後の表面写真を Fig.1，２に示す。 

Fig.1 Lower layer       Fig2. Daisy-chain 

Cu メッキ後の CMP による平坦化加工は良好であった

(Fig. 3)。磁歪薄膜段差（３．６μｍ）部で、上層配線間に 

ショート不良が発生している箇所がある（Fig.4）。これは，

今後の課題である。 

 

Fig.3 SEM Image of Lower layer after CMP 

 

 

Fig.4 Short-circuited pattern due to upper metal 

residue at pattern step edge 
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